
本技術為一種軟性OLED封止用熱硬化型組成物，此組成物在整面封止時不會對OLED產生不

良的影響，除了能夠抑制有機電激發光元件暗點的發生外，更具有良好的撓曲性，以及對基材

有優異的附著力等表現。
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產業應用
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玻璃轉移溫度： 90℃�

穿透度： 98%
對PI基材抗撕強度： 1.0Kg/2.5mm
揚氏模數： 10Mpa
體積收縮率： 1%
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